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1. Классификация и назначение охлаждаемых электронных устройств.

2. Назвать основные процессы теплообмена в системах охлаждения      электронных устройств.

3. Понятие: модуль "прибор-охладитель".  

4. Взаимосвязь характеристик приборов и охлаждающих систем.

5. Критерии оценки систем охлаждения для различных электронных приборов.

6. Три теоремы подобия.

7. Типы  систем   охлаждения.

8. Уровни термостатирования охлаждаемых электронных устройств.

9. Понятие сложного и сопряженного теплообмена.

10. Определяющие и определяемые критерии подобия.

11. Основные критериальные зависимости.

12. Коэффициенты теплопередачи.

13. Системы охлаждения с естественной конвекцией воздуха.

14. Системы охлаждения с вынужденной конвекцией воздуха.

15. Смешанная конвекция.

16. Конструктивные особенности микроэлектронных устройств (ИК-приемники, лазеры и т.д.).

17. Уравнение теплоотдачи.

18. Эксплуатационные параметры силовых полупроводниковых устройств.

19. Теплоотдача при естественной конвекции.

20. Понятие: конвективный теплообмен.

21. Назначение и устройство испарительных (двухфазных) систем охлаждения.

22. Назначение и устройство двухуровневых систем охлаждения на базе тепловых труб.

23. Водяные системы охлаждения.


24. Основные параметры СВЧ устройств. 

25. Уровни термостатирования СВЧ устройств.
26. Классификация охлаждаемых электронных устройств. 
27. Особенности теплового расчета микроохладителей на температурный уровень 4-20 К (двухкаскадные).

28. Микрокриогенные охладители для ИК-приемников и лазеров на температурный уровень 80К.
29. Тепловые трубки и термосифоны. Принцип действия, схемы, конструкции. Области применения.

30. Термостаты и криостаты. Назначение, схемы, конструкции.

31. Микрокриогенные охладители для ИК-приемников и лазеров на температурные уровни 20-30 К. 
32. Основные принципы охлаждения РЭА (радиоэлектронной аппаратуры)

33. Микрокриогенные охладители для ИК-приемников и лазеров на температурный уровень 4 К (трехкаскадные). 

34. Охладители на базе тепловых трубок с вихревой интенсификацией теплообмена.
35. Планарные (микроминиатюрные) теплообменники-охладители для ИК-аппаратуры.
36. Алгоритм теплового конструирования и изготовления электронных устройств.
37. Пусковые процессы микротеплообменников (процесс выхода на заданный температурный режим). Особенности конструкции.
38. Конструкции охладителей силовых электронных устройств (тиристоров) – ребристые охладители.
39. Тепловой расчет микротеплообменников. Расчет теплоотдачи в капиллярных трубах (внутренняя задача).
40. Энергоэффективные охладители на основе тепловых труб  с вихревой интенсификацией теплообмена.
41. Компоновка микротеплообменников-охладителей с охлаждаемыми ИК-приемниками. Тепловая изоляция конструкции микрокриостатов.
42. Назначение полупроводниковых преобразователей энергии на базе охлаждаемых тиристоров. 

43. Основные типы конструкции микротеплообменников (три типа). Их конструктивные особенности и отличия процессов теплообмена и гидравлики.
44. Принцип вихревой интенсификации теплообмена и её применение для охладителей электронных устройств.
45. Роль теплообменных аппаратов-охладителей.
46. Быстродействующие микроохладители. Особенности конструкции.

47. Планарные (микроминиатюрные) теплообменники-охладители (каскадные) для ИК-аппаратуры. Особенности технологии изготовления.
48. Охлаждение радиоэлектронной аппаратуры (РЭА).
49. Тепловой расчет микротеплообменников. Расчет теплообмена при внешнем обтекании (в межтрубном пространстве).
50. Современные тенденции и особенности расчета и охлаждения микроэлементов и приборов в компьютерной технике.
51. Конструкции охладителей силовых электронных устройств (тиристоров) – охладители на основе тепловых труб.
52. Устройства для охлаждения приемников излучения. Классификация. Назначение. Схемы.
53. Тепловой расчет мощных преобразователей с воздушным охлаждением.
54. Конструктивные и режимные параметры силовых шкафов преобразовательных агрегатов с воздушным охлаждением.
55. Особенности измерения низких температур и способы очистки и осушки рабочих газов (микрохолодильная техника).
56. Эффекты, используемые для охлаждения миниатюрных устройств и характеристики приемников излучения.
57. Тепловые модели мощных преобразователей с воздушным охлаждением.
58. Полупроводниковые и детандерные охлаждающие устройства (микрохолодильная техника).
59. Системы охлаждения мощных преобразователей. Параметры и типы охладителей, обеспечивающие максимальный теплосъем и нормальное функционирование.

60. Теплообмен в 6 состояниях веществ – газ (свойства, особенности).

61. Определения: ротаметр, потенциометр, тиристор.
62. Формулы для расчета коэффициентов теплоотдачи.
63. Основные процессы теплообмена.
64. Применение тепловых труб для охлаждения электронных устройств.
65. Тепловые расчеты и вопросы теплового конструирования систем охлаждения.
66. Расчеты ребристых охладителей.
67. Системы охлаждения ИК-приемников и полупроводниковых лазеров.
68. Системы охлаждения силовых полупроводниковых устройств.

69. Системы охлаждения радиоэлектронных и СВЧ устройств.
70. Определения: термостатирование, теплофизика, теплотехника.
71. Определения: криогеника, турбокомпрессор криогенные температуры.

72. Теплообмен в 6 состояниях веществ – жидкое (свойства, особенности).

73. Теплообмен в 6 состояниях веществ – твердое (свойства, особенности).

74. Теплообмен в 6 состояниях веществ – плазма (свойства, особенности).

75. Теплообмен в 6 состояниях веществ – газ Ферми-Дирака (свойства, особенности).

76. Теплообмен в 6 состояниях веществ – конденсат Бозе-Эйнштейна (свойства, особенности).
77. Криогенные технологии в сверхпроводящих магнитах.

78. Особенности криостатирования жидким гелием.

79. Использование гелия в разных фазах и формах.

80. Охлаждение гелием и получение гелия-3.
81. Жидкий гелий, как способ охлаждения и откачки в ИТЭР.
82. Технологии охлаждения в термоядерном реакторе.
